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를 이용한 폴리이미드 표면개질ICP
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최근 산업에서 전자 부품의 소형화와 고밀도 배선이 요구되면서 연성 기판에 관한 연구가

활발히 진행되고 있다 구리 박막이 증착된 폴리이미드 기판은 얇고 구부러지는. (Polyimide)
성질 때문에 이러한 전자 부품 분야에서 응용되어 왔으나 폴리이미드 기판과 증착된 구리,
박막 사이의 계면 접착력이 낮아 문제가 되고 있다 이러한 문제점을 개선하기 위하여. ,

유도결합 플라즈마 등을 통해chemical treatment, Ion beam, ICP(Inductively coupled plasma, )
폴리이미드의 표면을 개질함으로써 접착력을 향상시키는 많은 연구가 진행 중이다 특히 유.
도결합플라즈마는 다른 표면 개질 방법에 비해 폴리이미드 표면의 오염도가 적고 사용하는,
가스의 종류에 따라 다양한 결과를 유도할 수 있다 [1-3].
이 연구에서는 유도결합플라즈마를 이용하여 폴리이미드의 표면을 개질하였으며 표면의,

물리적 화학적 변화에 따른 구리 박막과의 접착력 변화를 분석하였다 폴리이미드 기판은, .
사 의 타입을 사용하였으며 아르곤 가스와 헬륨 가스의 혼합비를 변Dupont ( ) PMDA-ODA ,

수로 하여 실험을 진행하였다 표면 처리 후 마그네트론 스퍼터링 시스템을 이용하여. , 500
의 구리 박막을 성장시킨 후 전해도금법을 이용하여 의 구리 후박을 성장시켰다nm , 8 .

과 접촉각 측정기를 이용하여 측정한 결과 표면 개질 전 후 표면 거칠기는 에AFM , , 12.3 nm
서 접촉각은 에서 까지 각각 변화하였다 또한 를 통해 폴리이미드46.8 nm, 66 ° 31.6 ° . XPS
표면의 화학적 결합 상태를 확인하였으며 이 증가함에 따라 구리 박막과의 접착력, C-O bonding
이 증가함을 보였다 를 이용하여 얻은 접착력은 최고 의 값을 가졌다. 90 ° peel tester 4.2 N/cm .
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